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Abstract (en)
Chemical tin plating from a bath containing methane-sulfonic acid and/or one of its salts. Preferred Features: Plating is carried out under an inert gas
atmosphere using a tin bath which contains tin methane-sulfonate, as the tin source, and which is regenerated by membrane electrolysis.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Verzinnung von Rohren, Rohrabschnitten, Fittings und Armaturen aus Kupfer oder einer Kupferlegierung
durch chemische Abscheidung einer Zinnschicht aus einem eine Zinnquelle und übliche Bestandteile enthaltenden Zinnbad unter Anwendung
üblicher Verfahrensmaßnahmen, wie Spülen, Beizen und Trocknen. Erfindungsgemäß wird bei dem Verfahren ein Zinnbad verwendet, das
Methansulfonsäure und/oder ein Methansulfonsäuresalz enthält. Vorzugsweise enthält das Zinnbad als Zinnquelle Zinnmethansulfonat.
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